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E＿ deg(xTi ) =
Plmax
j=0｛jElite(xTi ; j)j  j｝Plmax
j=0｛jAnc(xTi ; j)j  j｝








E＿ deg = 1 
1 + 2 2 + 3 3



































Γ- ={ 3,7,5,2,8,1,10,9,6,4 }
Γ+ ={ 6,2,3,10,5,7,9,1,4,8 }
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PPEXの例（窓領域の 1辺を 4とした場合）を図 2.8に示す．親 1では窓領域内のモジュー
















































































H(T1; T2) = (T1   T2)× shared＿ length
また，各モジュールの定常状態での動作温度 T は，消費電力 P と熱抵抗Rを用いて T =
P ×Rで表される．これにR = t
k × A（tは材質の厚さ，kは熱伝導率，Aは面積）を代入す
ると，以下のようになる．
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